Technologicke parametry zadavaci
dokumentace a dat

Abychom mohli Vasi zakézku kvalitné a co nejrychleji zhotovit, je zapotiebi dodrzet nasledujici
pozadavky:

Rozsah celkovych vnéjSich rozmérua desky (prifezu):

Sitka 50 —350 mm
Délka 50 — 450 mm
Tloust’ka 0,4 — 2,6 mm (moznost osazeni slabsich desek je nutno konzultovat)

Piifezem chdpeme matrici X x Y jednotlivych motivli desek, kterda je zpravidla ohranicena
technologickym okolim.

U DPS je nutné, aby jejich podélné hrany byly rovnobézné a v jedné vyrabéné sérii byla tolerance
Sitky maximalné 0,5mm! Jinak se zvysuje riziko poskozeni desky (pfifezu) béhem vyroby, ptipadné
zdrzeni vyroby.

Pokud jde o tuhost, resp. prithyb desky, doporucujeme zvlasté u problematickych desek (slabé
desky, 1zké mustky na ptitezu, pfili§ hluboko frézované drazky, teflonové desky apod.) konzultaci
pro kazdy konkrétni ptipad.

Minimalni vzdalenost hrany pajeci plosky od okraje jednostranné DPS jsou 3 mm. U oboustranné
DPS je potiebny okraj 10mm. Jsou-li pajeci plosky blize k okraji DPS, musi mit deska
technologicky okraj. Pokud tomu tak neni, je nezbytné soucdstky na okraji desky osazovat
dodatec¢né, ¢imz dochazi ke zdrzeni a navySeni ceny u takto osazené desky.

Technologicke otvory:

Pro uchyceni DPS (jednotlivé desky nebo pfifezu) v osazovacim automatu je vhodné, aby
technologické okoli (deska) mélo/a optimalné 5 mm (mozno 4 — 8§ mm) od svého spodniho okraje
dva otvory o priiméru 3 mm (po dohodé¢ mozno 2 — 4 mm - viz obrdzek nize). Pro oboustrannou
desku je vhodné ptidat uchycovaci body z obou stran. Pokud tomu tak neni, zvySuje se riziko
nepiesné¢ho osazeni.
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Technologické znacky:

Pro piesné zaméteni DPS pied tiskem, resp. pfed osazovanim, je vhodné, aby deska byla opatfena
alespont dvéma zaméfovacimi znackami. Mohou to byt napt. kruhové plosky o primeéru cca 1 - 2
mm umisténé na desce uhlopfi¢né (nesymetricky) a co nejdale od sebe, s povrchem stejnym jako
povrch pajecich plosek (nezakryté nepajivou maskou). Tyto znacky musi byt umistény nejméné 5
mm od podélného okraje desky (viz obrazek nize). Jiny nez kruhovy tvar zamétovacich plosek je
tieba predem konzultovat. Je nutné, aby v okruhu alespoit 3 mm kolem zamétovaciho bodu nebyly
na desce zadné péjeci plosky, potisky apod. Pokud znacky na desce (pfifezu) nejsou nebo jsou
nekvalitni, zvySuje se riziko nepfesného osazeni zaméieni/osazeni desky.
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Pajeni vinou:

Pii pozadavku na pajeni vlnou je vhodné ned¢lat desky (pfifezy) — zejména méné tuhé — pfiilis
siroké, aby nedochézelo k jejich prohnuti pfi prichodu vinou.

Navrh desky by mél pocitat s moznosti jejiho pajeni vlnou, vyvodové soucastky s velkym
mnozstvim pind (napf. konektory) by méli byt srovnané jednim smérem, s piedpokladanym
pohybem desky ve viné (podélné s delsi stranou ptifezu, desky) aby se zamezilo tvorbé zkratli po
prachodu vinou)

Soucastky:

Po pfedchozi konzultaci Vam nabizime moznost pouZzit bézné soucastky z naSeho skladu. Ostatni
soucastky muzete dodat sami, nebo muzeme jejich dodéani zajistit u nasich dodavateld. Pokud
budete soucastky dodavat sami, je nutno dodrzet nasledujici pravidla:

soucastky je nutno dodat v pasech, ty¢ich nebo paletach

pasy se soucastkami by mély byt v jednom kuse, mély by mit zavadéci ¢ast bez soucastek v
délce alespont 5 cm a volny kryci pasek dlouhy alespont 15 cm; ohledné¢ mnozstvi je tfeba
pocitat s malou technologickou rezervou

soucastky v ty¢ich musi mit vSechny stejnou orientaci

soucastky v paletach je nutno béhem dopravy dobfe zajistit, aby nedoslo k jejich poskozeni
soucastky by nemély byt ptili§ staré, nebot’ by mohly mit zoxidované vyvody, které se hlie
pajeji

Pii nedodrzeni téchto pravidel miize dojit k vEtsi spotiebé soucastek, k nekvalitnimu osazeni nebo



Spatnému zapajeni soucastek.

Vyrobni dokumentace:
Vami dodana dokumentace musi obsahovat:

* vykres osazeni s jednoznanym pfifazenim pozice soucastky a jejiho oznaceni (napi. R5)
 list pro jednozna¢nou identifikaci jednotlivych soucastek (napt. C5 — 100nF, 50V, 10%,
X7R, 0805)
» pokud je zapotiebi, tak seznam piipominek a specidlnich pozadavkl na zplGsob montdze,
osazeni, kontroly apod.
V pfipad¢ nekvalitni dokumentace mtze dojit k chybam pfi zhotoveni zakazky, ptip. k jejimu
zbytecnému zdrzeni. Dodand dokumentace muze navic obsahovat soufadnice soucéstek, uhly
natocCeni a dalsi dopliujici nebo uptesiujici udaje.

Sablony pro tisk:

Tisk pajeci pasty nebo lepidla pro SMD muzeme provadét bud’ na automatu DEK nebo na ru¢nim
zafizeni UNIPRINT. Vyhodou nanaSeni pasty na automatu DEK je vet$i plocha a piesnost
(jemnost) nanaSeni pasty. Ru¢ni mazaci zatizeni UNIPRINT je vhodné pro vzorkovou vyrobu a
mensi série.

Na obrazcich je maximalni oblast tisku SMD plosek (nezaménujte s rozméry desky, pfifezu, ty
mohou byt vEtsi)

Sablona pro DEK (ver. 1)
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Sablona pro DEK (ver. 2)
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Sablona pro DEK by méla mit na spodni stran& dva prolisy (ne otvory!!) nejlépe kruhového tvaru s
primérem shodnym s primérem zamétfovacich ploSek na desce na pozicich odpovidajicich
zamétovacim bodim na desce. Nema-li Sablona tyto prolisy, mize dojit k nepfesnému tisku, ptip. k
prodlouzeni doby tisku.

Sablona pro UNIPRINT



max. 320 mm
max. 270 mm

min. 15 mm

00O
>

_-___——_L—T

ot
<

O

~ ¥

A

[

A F
=
=
-
=
_
>

O

O

O

min. 90
L mm max. 15 mm
- -

max. 530 mm

4
¥

Tloustka Sablony, pfip. zplisob vyroby Sablony, se voli pfedev§im podle typu osazovanych

soucastek. Doporucujeme konzultovat s ndmi tloustku Sablony pted jeji vyrobou.



